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* 選配功能

實時SPC數據
追蹤

* DFF 高分辨率 
檢測

3D高度量測範圍
可達40 mm1µm

AUTOMATED OPTICAL INSPECTION

TR7700Q SII SERIES

AOI3D
業界領先檢測速度可達57 cm2/sec

易於編程的TRI智能資料庫

多種3D檢測技術

高
精
准
度

机
种



TR7700Q SII SERIES

TR7700Q SII 由TRI智能資料庫提供支持，具有自動學習功

能、靈活的檢測演算法和量測功能，可為智能工廠應用進行

精確的量測和數據傳輸。 TR7700Q SII 具有更高的精準度，

並透過走停式取像技術改進了Gauge R&R 數值。

高精準3D AOI 解決方案

透過TRI智能資料庫實現無縫編程並提高生產效率，智能測試和檢測資料庫有助於簡化

編程操作和維護程序，以取得精準與準確的檢測結果。

智能編程操作界面

使用多相位照明，藍光斜角激光和3D深度對焦(DFF)技術實現真正的3D輪廓量測。透過符合IPC-610的演算法，3D AOI系統能夠
檢測包括THT元件在內的最複雜錫點缺陷。交互式3D模型可幫助操作員快速查看發現的缺陷，例如浮起的BGA組件、IC引線、

連接器、開關和其他已貼裝的元件，以進行增強的爐後檢測。

智能檢測功能

真實3D檢測

錫點缺陷檢測

準確的3D高度

3D 引腳高度檢測

高反射表面

3D 極反檢查

無陰影檢測

翹腳輪廓量測

掃板+元件
坐標對位

採用智能元件數據庫
進行檢測設定

進行快速檢測

高 速 檢 測
57 cm²/s 



TR7700Q SII SERIES

裸矽和晶圓級芯片尺寸封裝（WLCSP） 檢測高元件密度板

    
實時檢測狀態 缺線分析報告 即時警報與監控 實時 S P C 

數據追蹤

MES 整合 智能數據共享
(Closed Loop)M2M 支持

3D深度對焦(DFF)高分辨率取像

使用異物檢測功能可減少誤判率，並且改進檢

測結果。3D AOI解決方案可識別出多餘的元
件、錫球、纖維和其他任何異物，進而排除了

這些缺陷的發生。

異物檢測功能

透過深度對焦(DFF)技術完成3D PCB組裝檢測。TR7700Q SII 確保所有可見的錫點均符合IPC或您選擇的其他規範。深度對焦

(DFF) 3D傳感技術可搜索最佳對焦位置，支持高達1μm的超高分辨率檢測。

透過3D DFF技術減少操作員複判

藍光斜角激光可精確量測鏡面元件和透明元

件的高度和表面。裸矽芯片檢測需要同軸照

明來改善標記和元件輪廓的可見性，透過藍

光斜角激光技術，可實現對高組件附近的低

組件進行檢測。

藍光斜角激光科技

透過輕鬆整合解決方案中的大數據分析來提升工廠智

能並優化生產線。 TRI的智能工廠測試和檢測解決方案
可藉著MES應用生成大數據，促進全面的可追溯性和

數據交換，這對於生產率的提升與互聯工廠的執行可

說是至關重要。

支持大數據應用

TRI的智能工廠解決方案使操作員可以匯總來自各個
系統的信息，以對生產線缺陷率進行統計分析、檢

視及微調檢測結果，並識別元件缺陷趨勢和新出現

的生產問題。

智能監控功能

多重掃描功能可輕鬆檢查各種不同高度的電路

板，而不會影響您的掃板時間。此外，多重掃

描功能可提供可靠的檢測結果和更具成本效益

的解決方案。

多重掃描檢測功能



		


		


TR7700Q SII SERIES Specifications      

型號 TR7700Q SII TR7700LQ SII TR7700Q SII DL

光學影像系統

上視相機 12 MP 高速相機
光學分辨率 5.5 μm (1) 10 μm 12 μm 15 μm

檢測速度 7.8 cm²/sec 25 cm²/sec 37 cm²/sec 57 cm²/sec

最大3D 高度量測範圍 20 mm (0.79 in.) 40 mm (1.57 in.)

3D技術 四光源數位條紋光

照明光源 多相位全彩LED燈源

爐前/爐后檢測項目
元器件缺陷 缺件、立碑、側立、極反、旋轉、位移、錯件 (OCV)、損件、反件、翹件、異物、浮焊

錫點缺陷 爬錫高度、爬錫體積%、錫多、錫少、橋接、DIP類元件吃錫、翹腳、金手指表面刮傷/粘錫

X -Y-Z 軸控制 高精度滾珠絲桿驅動 (搭配伺服馬達及DSP移動控制器)

X-Y-Z 軸分辨率 1 µm

最小電路板可測尺寸 50 x 50 mm (1.97 x 1.97 in.)

檢測能力
高度重測一致性 <10% @ 3σ (+/-50 µm)

高度精度 +/- 6 µm (使用校正塊)

最大電路板可測尺寸
510x460 mm 

(20.08x18.11 in.)
765x610 mm 

(30.12x24.02 in.)

510x310 mm (20.08x12.20 in.)  
x 2 lanes  

510x590 mm (20.08x23.23 in.) 
x 1 lane 

選配: 510x680 mm  
(20.08x26.77 in.)

電路板可測厚度 0.6 - 5 mm (0.02 - 0.20 in.)

電路板流線高度 (2) 880 - 920 mm (34.65 -36.22 in.)

電路板最大重量
3 kg (6.61 lb)

選配: 5 kg (11.02 lb)

3 kg (6.61 lb)  
選配: 5 kg (11.02 lb) /  

12 kg (26.46 lb)

3 kg (6.61 lb)
選配: 5 kg (11.02 lb)

電路板輸送/固定 馬達自動控制進出

零件高度限制

上端 20 mm (0.79 in.) 50 mm (1.97 in.)
底端 40 mm (1.57 in.)
側邊 3 mm (0.12 in.), 選配: 4 mm (0.16 in.) / 5 mm (0.20 in.)

重量 910 (2,006.21 lb) 1025 (2,259.74 lb) 960 (2,116.44 lb)
電源需求 200 – 240 VAC, 單相, 50 / 60 Hz, 3 kVA
氣壓需求 72 psi – 87 psi (5 – 6 bar)

選配
功能

條碼讀取機、維修工作站、離線編程系統、OCR辨識功能、

良率管理系統 (YMS 4.0)、電路板支撐座、雙驅

3D 技術 3D激光模組或DFF模組升級

(1) 僅适用于TR7700Q SII 與 TR7700Q SII DL
(2) 選配: 940-965 mm (符合SMEMA 標准)

單位: mm (in.)

TR7700Q SII TR7700LQ SII TR7700Q SII DL
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